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内容概要

　　本书对电子元件中近几年来需求量较大、在电器上使用较为广泛的接插件的电镀工艺进行了综合
性描述。
书中在介绍以电连接器为代表的接插元件的各类电镀工艺时，以一些常见的质量问题结合实例的分析
作为重点，同时尽量辅以各类相关图片加以说明，以帮助读者对这些质量问题作进一步的分析。
本书突出以应用为主的特点，除了对国内接插件行业近些年来常用的电镀工艺的应用情况作了简短回
顾外，着重对接插件电镀的操作程序特别是镀前和镀后处理的工作作了详细介绍。
本书对目前应用于接插件电镀的几种新兴电镀方式的技术及设备的工作原理结合生产中的使用经验作
了基本总结，同时也对接插件电镀的发展方向作了简单预测。
　　本书适合从事接插件电镀的工人及技术人员参考，也可作为相关专业的培训教材。
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作者简介

　　沈涪，四川绵阳市人，生于1953年8月，高级工程师，毕业于南京大学无机化学专业。
从20世纪80年代初至今一直在电子部796厂（现绵阳华丰企业集团有限公司）从事电镀工艺工作。
其间参加了电子部组织的“六五”镀金工艺攻关和镀银工艺攻关。
曾于80年代末期在法国苏里奥（SOURIAU）公司学习振动电镀技术和铝件化学镀镍技术。
从90年代初开始先后参与了多条电镀生产线的引进、安装调试和国产化配套研制工作。
近几年主要承担公司军品、“七专”产品以及重点新品项目电镀工艺配套研制和生产线工艺管理工作
。
现为绵阳华丰企业集团公司电镀工艺副主任工艺师；中国电子学会生产分会理事；中国电子学会电镀
专业委员会西南地区责任委员；中国电子学会电镀专业委员会接插件电镀专题研究会主任。
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